
Milano 

•  Competenze 
–  Bump-bonding, incluso test di qualità con probe station 
–  Caratterizzazione degli assembly 
–  Test beam 
–  Simulazione prestazioni (risoluzione) 

•  Possibile partecipazione: 
–  Gianluca Alimonti,  bump-bonding con Selex   40% 
–  Attilio Andreazza,  caratterizzazione, test di qualità  30% 

   analisi dati test-beam 
–  Da verificare: 
–  Chiara Meroni  caratterizzazione assembly 
–  Tommaso Lari  test beam, simulazioni performance 
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